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1. Tipuri de asamblare
( IPC-2222 )





2. Plantarea componentelor

Spaţierile minime între

componente sunt impuse de

echipamentele de plantare

automată

Recomandările IPC-SM-782

La plantarea automată a componentelor THD trebuie ţinut cont şi de:

 Înălţimea componentelor alăturate  Îndoirea terminalelor pe partea opusă



3. Lipirea în val

Dimensionarea padurilor de lipire THD trebuie

să permită umplerea completă a găurilor

Recomandările IPC-2222

Nivelul de productibilitate (A, B, C) reprezintă un 

indicator al  dificultăţii de realizare a unei anumite 

caracteristici de proiectare

Padurile de captură (solder thief) preiau surplusul de aliaj de lipire depus

de val şi ajută la evitarea scurtcircuitelor
Dispunerea 

padurilor de captură 

trebuie să ţină cont 

de direcţia de 

parcurgere a valului



Poziţionarea componentelor SMD trebuie să ţină cont de direcţia de

parcurgere a valului pentru a evita mascarea prin gabarit a padurilor

Pentru lipirea manuală trebuie

asigurat accesul vârfului de lipire

la terminale cel puţin de pe

partea opusă celei de montare

4. Lipirea manuală

Recomandările IPC-2221

Spaţiere uniformă

Orientare constantă

Marcaj poziţie corectă 



5. Lipirea reflow

Echilibrarea profilurilor termice ale padurilor SMD evită ridicarea /

deplasarea componentelor datorită tensiunilor superficiale ce apar la

trecerea aliajului în stare lichidă

Recomandările IPC-SM-782

Contactul pad-plan trebuie să asigure decuplarea termică (thermal relief)

pentru a evita transferul în plan al căldurii necesare pentru lipire
 Conducţie termică slabă în regim dinamic (la lipire)

 Conducţie termică bună în regim staţionar (în funcţionare)

Recomandările IPC-2222

• Minim două trasee de contact (preferabil patru)

• Lăţimea totală a contactului pad-plan = 60% din 

dimensiunea minimă a padului, calculată ca diametru 

maxim gaură + 2*coroană metalică + toleranţă

• Lăţimea fiecărui traseu de contact = lăţimea totală a 

contactului / numărul de trasee de contact



Găurile de trecere trebuie poziţionate suficient de departe de paduri

pentru a nu absorbi pasta de lipire

Soluţii alternative:

- Microvia

- Acoperirea găurilor de trecere cu 

masca de lipire (tenting)

Aceeaşi problemă apare şi

dacă placa urmează a fi lipită

în val, chiar dacă nu există

contact între pad şi via

Geometrii de distribuţie (fanout)

Recomandările IPC-SM-782

Recomandările IPC-SM-782



6. Amprente de cablaj standard

(IPC-7351)

http://landpatterns.ipc.org

Bază de date gratuită conţinând amprentele SMD standard IPC-7351 !!!



7. Fişiere de fabricaţie

 Masca de depunere a pastei de lipire (paste

mask)
- Fişier grafic (Gerber)

- Conţine deschiderile în masca de depunere a pastei

- Necesar doar pentru lipirea reflow

 Fişierul de plasare (pick & place)
- Fişier text

- Conţine poziţionările şi orientările

componentelor

- Se utilizează pentru programarea

roboţilor de găurire

 Fişierul de inspecţie
- Fişier grafic (Gerber)

- Conţine poziţia, orientarea şi

gabaritul fiecărei componente

- Se utilizează pentru programarea

echipamentelor de inspecţie optică

automată a plasării componentelor



8. Documentarea proiectului

 Desenele de asamblare (assembly drawing)
- Conţin poziţionările tuturor componentelor

- Pentru referenţiere pot include şi desenul traseelor /

găurilor

- Includ informaţii asociate componentelor, prea mici

pentru a fi reprezentate pe placă cu vopsea

(silkscreen)

 Desenele mecanice (mechanical

drawing)
- Conţin descrierea mecanică a plăcilor şi

(dacă e cazul) a panourilor de asamblare

- Includ poziţionările elementelor

importante pentru asamblare (semne de

aliniere, găuri tehnologice, etc)

 Note de fabricaţie
- Grosimile depunerilor de pasta de lipire

- Indicatori de calitate (forma lipiturilor, toleranţe la poziţionare, etc)

- Specificaţii de proces (succesiunea operaţiilor, compoziţia aliajului, temperaturi

maxime admise, etc)

- Cerinţe de procesare suplimentare (fixare componente mari, acoperire de

protecţie, etc)


